4., HEHE
TR ARSI R L L H AR BN

T, 25 FREGHR RGO B BE FEL YR AR B T AR B

WL LA H A B R A3 ) 8wy &0y

b, HBHIEBSEIH, HERIM, WA

L/l — dl/jl — Ll ﬁiM@
714 714 714
", = ay, :iMﬁ+Lzﬂ
ar /4 /4
A /4 ar
/Q'\E EE%Li ”11:L17; ”22:L27f2
ar, ﬁ




di ar,
BHIE  w =4 — =L, =
E ya 11 la’/‘ 22 2 cz’l
i di
HREEBE w,=M—" u,=M—"
AR / 12 d’f 21 él,f
Vi AH
uy, 722 S R SR L e AR ) B
”ZIT\%/EEjJ E%%ﬁ’i%ELZEjFEEE Y EIE;‘ EEIL)_LO
Bt DA & B RG] HE S 2 B R R AN B R HL
g 8.

TR B B0 <470 5 ) IE U 5

T

& B v FE s ) R B

il

A



BT 1 T T B H e R A T

R ERH R “H iR M 5 7 A B Y LR

BER 35— X [ 44 0, ELBSHL L

R ZHL 5

CRURIEL <+ 75

di
Uy =M —=
dr
ar,
Uy = —M —=
/4



»

)

=t

|

T BJRHUR B SF RO IR RN
SRR [FIAE 72 2, FEIEZRESEILR,
[

FHIRER HAHE R E

r
%
7/
T
[

[
U, = jol, [+ joM 7/,

U, = joM I+ jol, I,

JoL, — joM/, Jol, JoM [
I s LA
7
. ' .
o U . + 4 o U2 +




A% ﬂ%%/\?\%l

i

=

\I

&&%A

15

[HE X A#E R

def
=8

=

=l AN T M a5 BT (AN LR A R Y
BIREA R <. PR B B AT HIAH B B A ] fE
RGP AN

def

|l//12|.|l//21‘

Vi Vo

M<1

LILZ

CFE PO T BRI NS LB RS
EfE’ FE P 2 | 1) B RRRE TR B S B IR R )
EIREE

éﬁ’ 1675"




S FEA R BRI T A
L AR I B
1. [ REE (ERGE“HIFS»ER)

o

uy = Ri+ (1,2 —
R I 714 714
. - , /4
b ° | . :A)ﬂ"'(Ll_/l/);Z
1 /1; R,
— /4 /4
v u,=Ri+(L,——M—)
Z, /4 /4

. 7/4
:A)zl'i'([z _/]/)Z



&, L, Rl L-M
— S o—— -7
+ + - + + u, -
u, /‘ | + | +
)74 R, R,
V74 V74
—~—— o) ”2 » LZ_M ”2
_ Z, _

o
w=u+u,=(R+R)i+ (L +L, —2/1/);;



£
U
L-M 3
. ar
u=u+u,=(R+R)i+(L + 7L, —2M)2

SRR L, AR AR R
U =[R + jo (L - MT U =[R,+ jo(L, — M) 7

U=|R+R,+ jo(l +L,-2M)|/



L-M 3

- %
- R+R+ jo(l +L,-2M)




L-M ) "

B2 HURSC I B BELURT L 3 B S A\ BT 23501 0 -
Z =R+ jo(l,—M)

ZZ :Rz +/a)(L2 _M)
Z=7+7, :1?1+R2+ja)([l+lz—2/1/)



	电子电路大全(免费下载).pdf
	电路培训.pdf
	电子电路
	电路2.pdf
	电路1
	书名页
	版权页
	前言
	目录
	第1 章射频发射器芯片原理与

应用电路设计
	1.1 315 MHz ASK/FSK 发射器芯片TDA5101

的原理与应用电路设计
	1.1.1 概述
	1.1.2 主要性能指标
	1.1.3 芯片封装与引脚功能
	1.1.4 内部结构与工作原理
	1.1.5 应用电路设计
	1.1.6 315 MHz ASK 发射器芯片TDA5101A

	1.2 800 MHz～1 GHz ASK 发射器芯片MICRF103 的

原理与应用电路设计
	1.2.1 概述
	1.2.2 主要性能指标
	1.2.3 芯片封装及引脚功能
	1.2.4 内部结构与工作原理
	1.2.5 应用电路设计

	1.3 内含KEELOQR .....器的UHF ASK/FSK

.射器芯片rfHCS362G/362F 的原理与.用.路..
	1.3.1 概述
	1.3.2 主要性能指标
	1.3.3 芯片封装与引脚功能
	1.3.4 内部结构与工作原理
	1.3.5 应用电路设计

	1.4 230 MHz～930 MHz ASK/FSK 发射器芯片

rfPIC12F675F/K/H 的原理与应用电路设计
	1.4.1 概述
	1.4.2 芯片封装与引脚功能
	1.4.3 内部结构与工作原理
	1.4.4 应用电路设计

	1.5 315 MHz～433 MHz FSK/FM/ASK 发射器芯片

TH7107 的原理与应用电路设计
	1.5.1 概述
	1.5.2 主要性能指标
	1.5.3 芯片封装及引脚功能
	1.5.4 内部结构与工作原理
	1.5.5 应用电路设计

	1.6 315/433MHz ASK 发射器芯片TH71071 的原理与

应用电路设计
	1.6.1 概述
	1.6.2 主要性能指标
	1.6.3 芯片封装及引脚功能
	1.6.4 内部结构与工作原理
	1.6.5 应用电路设计

	1.7 OOK/ASK 868.35 MHz 发射器芯片TX6001 的

原理与应用电路设计
	1.7.1 概述
	1.7.2 主要性能指标
	1.7.3 芯片封装及引脚功能
	1.7.4 芯片内部结构及工作原理
	1.7.5 应用电路设计

	1.8 433/868/915 MHz FM/FSK 发射器芯片RF2512 的

原理与应用电路设计
	1.8.1 概述
	1.8.2 主要技术指标
	1.8.3 芯片封装与引脚功能
	1.8.4 内部结构与工作原理
	1.8.5 应用电路设计

	1.9 868 MHz/915 MHz AM/ASK/OOK 发射器芯片

RF2514 的原理与应用电路设计
	1.9.1 概述
	1.9.2 主要技术指标
	1.9.3 芯片封装与引脚功能
	1.9.4 内部结构与工作原理
	1.9.5 应用电路设计

	1.10 315MHz 遥控无键进入系统发射器模块

DK1000T 的原理与应用电路设计
	1.10.1 概述
	1.10.2 主要技术指标
	1.10.3 模块封装与引脚功能
	1.10.4 内部结构与工作原理
	1.10.5 应用电路设计

	1.11 310MHz～440MHz ASK 发射器芯片U2745 的

原理与应用电路设计
	1.11.1 概述
	1.11.2 主要性能指标
	1.11.3 芯片封装与引脚功能
	1.11.4 内部结构与工作原理
	1.11.5 应用电路设计

	1.12 310MHz～330MHz ASK/FSK 发射器芯片T5753

的原理与应用电路设计
	1.12.1 概述
	1.12.2 主要性能指标
	1.12.3 芯片封装与引脚功能
	1.12.4 内部结构与工作原理
	1.12.5 应用电路设计


	第2 章射频接收器芯片原理

与应用电路设计
	2.1 315MHz ASK/FSK 接收器芯片TDA5211 的原理

与应用电路设计
	2.1.1 概述
	2.1.2 主要性能指标
	2.1.3 芯片封装与引脚功能
	2.1.4 内部结构与工作原理
	2.1.5 应用电路设计

	2.2 800MHz~1GHz OOK 接收器芯片MICRF005 的

原理与应用电路设计
	2.2.1 概述
	2.2.2 主要性能指标
	2.2.3 芯片封装与引脚功能
	2.2.4 芯片内部结构及工作原理
	2.2.5 应用电路
	2.2.6 应用例子

	2.3 315/433MHz FSK/FM/ASK 接收器芯片TH71101

原理与应用电路设计
	2.3.1 概述
	2.3.2 主要性能指标
	2.3.3 芯片封装与引脚功能
	2.3.4 内部结构与工作原理
	2.3.5 应用电路设计

	2.4 868.35 MHz OOK 接收器芯片RX6501 的

原理与应用电路设计
	2.4.1 概述
	2.4.2 主要性能指标
	2.4.3 芯片封装及引脚功能
	2.4.4 内部结构与工作原理
	2.4.5 应用电路设计

	2.5 250MHz～450MHz ASK接收器芯片RX3310的原

理与应用电路设计
	2.5.1 概述
	2.5.2 主要性能指标
	2.5.3 芯片封装与引脚功能
	2.5.4 内部结构与工作原理
	2.5.5 应用电路设计

	2.6 315MHz 遥控无键进入系统接收器模块DK1000R

的原理与应用电路设计
	2.6.1 概述
	2.6.2 主要技术指标
	2.6.3 模块封装与引脚功能
	2.6.4 内部结构与工作原理
	2.6.5 应用电路设计

	2.7 300MHz～450MHz ASK 接收器芯片U3745BM 的

原理与应用电路设计
	2.7.1 概述
	2.7.2 主要性能指标
	2.7.3 芯片封装与引脚功能
	2.7.4 内部结构与工作原理
	2.7.5 应用电路设计


	第3 章射频收发器芯片原理与应用电路设计
	3.1 300MHz～500MHz 无线收发芯片MICRF501 的

原理与应用电路设计
	3.1.1 概述
	3.1.2 主要性能指标
	3.1.3 芯片封装与引脚功能
	3.1.4 内部结构与工作原理
	3.1.5 应用电路设计

	3.2 300MHz～930MHz FSK/FM/ASK 收发器芯片

TH7120 的原理与应用电路设计
	3.2.1 概述
	3.2.2 主要技术指标
	3.2.3 芯片封装与引脚功能
	3.2.4 内部结构与工作原理
	3.2.5 应用电路设计

	3.3 OOK/ASK 868.35 MHz 收发器芯片TR1001 的

原理与应用电路设计
	3.3.1 概述
	3.3.2 主要技术指标
	3.3.3 芯片封装及引脚功能
	3.3.4 芯片内部结构及工作原理
	3.3.5 应用电路设计
	3.3.6 DR3001 模块

	3.4 868MHz ASK/FSK 无线收发器芯片TDA 5250

的原理与应用电路设计
	3.4.1 概述
	3.4.2 主要技术指标
	3.4.3 芯片封装与引脚功能
	3.4.4 内部结构与工作原理
	3.4.5 应用电路设计

	3.5 433/870/915MH FSK 收发器芯片XE1202 的原理

与应用电路设计
	3.5.1 概述
	3.5.2 主要技术指标
	3.5.3 芯片封装与引脚功能
	3.5.4 内部结构与工作原理
	3.5.5 应用电路设计
	3.5.6 与微控制器的接口

	3.6 433MHz FSK 收发器芯片nRF0433 的原理与

应用电路设计
	3.6.1 概述
	3.6.2 主要性能指标
	3.6.3 芯片封装与引脚功能
	3.6.4 内部结构与工作原理
	3.6.5 应用电路设计

	3.7 433/868/915MHz FSK/ASK/OOK 收发器芯片

RF2945 的原理与应用电路设计
	3.7.1 概述
	3.7.2 主要技术指标
	3.7.3 芯片封装与引脚功能
	3.7.4 内部结构与工作原理
	3.7.5 应用电路设计
	3.7.6 电路设计实例

	3.8 315 / 433 / 868/ 915 MHz FSK 内嵌8051 微控制

器的收发器芯片CC1010 的原理与应用电路设计
	3.8.1 概述
	3.8.2 主要性能指标
	3.8.3 芯片封装及引脚功能
	3.8.4 内部结构与工作原理
	3.8.5 应用电路设计

	3.9 315.00 MHz OOK 收发器模块DR3101 的原理与

应用电路设计
	3.9.1 概述
	3.9.2 主要技术指标
	3.9.3 芯片封装及引脚功能
	3.9.4 内部结构及工作原理
	3.9.5 应用电路设计

	3.10 2.4GHz DSSS 收发器芯片组RFW302 原理

与应用电路设计
	3.10.1 概述
	3.10.2 主要技术指标
	3.10.3 芯片封装与引脚功能
	3.10.4 内部结构与工作原理
	3.10.5 应用电路设计

	3.11 915MHz OOK 收发器模块RD0300 的原理

与应用电路设计
	3.11.1 概述
	3.11.2 主要性能指标
	3.11.3 内部结构与引脚功能
	3.11.4 模块内部电路


	第4 章无线通信射频前端芯片的原理

与应用电路设计
	4.1 蓝牙无线收发器芯片SiW1701 的原理与应用电路设计
	4.1.1 概述
	4.1.2 主要技术指标
	4.1.3 芯片封装与引脚功能
	4.1.4 内部结构与工作原理
	4.1.5 应用电路设计

	4.2 900MHz 无绳电话射频前端芯片MAX2420/

21/22/60/63 的原理与应用电路设计
	4.2.1 概述
	4.2.2 主要性能指标
	4.2.3 芯片封装与引脚功能
	4.2.4 内部结构与工作原理
	4.2.5 应用电路设计

	4.3 全球定位系统GPS 接收机射频芯片MAX2740 的

原理与应用电路设计
	4.3.1 概述
	4.3.2 主要技术指标
	4.3.3 芯片封装与引脚功能
	4.3.4 内部结构与工作原理
	4.3.5 应用电路设计

	4.4 数字卫星接收机（DBS）变频调谐器芯片

MAX2102/MAX2105 的原理与应用电路设计
	4.4.1 概述
	4.4.2 主要性能指标
	4.4.3 芯片封装与引脚功能
	4.4.4 内部结构与工作原理
	4.4.5 应用电路设计



	4.5 WCDMA 与GSM900 双频双模手机射频单元
	4.5.1 概述
	4.5.2 WCDMA/GSM 双频双模手机射频单元参考设计方案的关键芯片
	4.5.3 WCDMA/GSM 双频双模手机射频单元参考设计方案

	4.6 无线USB接口芯片CY694X的原理与应用电路设计
	4.6.1 概述
	4.6.2 CY694X 系列芯片内部结构
	4.6.3 采用CY6941 的无线USB 光鼠标电路
	4.6.4 采用CY6942 的无线USB 键盘电路
	4.6.5 采用CY6943 和CY7C63723 的USB 连接器


	参考文献

	电路3



